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6.144Gb/s SFP+ 850nm 收发合一光模块

RTXM228-551

产品介绍

RTXM228-610是 6.144Gigabit 速率 850nm VCSEL 收发合一光模块，工作速率 6.144Gb/s，在 OM3
多模光纤上可以传输 300 米. 模块满足 FC-PI-4, OBSAI or CPRI， SFF-8431，SFF-8432 等协议. 数

字诊断使用 I2C 接口，满足协议 SFF-8472.

特征

 满足 SFP+ 多源协议

 满足 RoHS 要求

 50μm OM3 MMF 可传 300 米

 850nm VCSEL 发射激光器

 双 LC 适配器

 热插拔 20 管脚连接器

 低功耗，小于 1.0 瓦

 -40℃ ~ 85℃工作温度范围

 单 +3.3V±5% 供电

 数字诊断 SFF-8472 协议

应用

 无线系统应用 OBSAI rates 6.144Gb/s, 3.072 Gb/s；CPRI rates 4.9152 Gb/s, 2.4576 Gb/s
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标准

 SFF-8431
 SFF-8472
 SFF-8432

订购信息

产品型号

指标

应用
封装 速率 激光器 光功率 探测器

灵敏度

(OMA)
温度

距离

(OM3)
其他

RTXM228-6

10
SFP+ 6.144 Gb/s

850nm

VCSEL

-8.23~

-1.0dBm
PIN -11.5dBm

-40~85
oC

300m DDM
6.144Gb/s

6.25Gb/s

原理框图

Laser Driver

Post Amplifier

TOSA

ROSA

TIA

MCU

FLASH
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回波损耗 dB 12

LOS Assert 告警 LOSA dBm -30

LOS De-Assert 恢复 LOSD dBm -14

LOS 滞回 dB 0.5

NOTE 1: Equivalent extinction ratio specification for Fiber Channel

管脚定义

典型应用电路
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Electromagnetic
Interference (EMI)

CISPR22 ITE Class B
EN55022 Class B

FCC Class B
Compliant with standards

Immunity IEC61000-4-3 Class 2
EN55024

Typically show no measurable effect from a 3V/m field swept from
80 to 1000MHz applied to the transceiver without a chassis

enclosure.

RoHS Compliance
Less than 1000 ppm of cadmium, lead, mercury, hexavalent

chromium, polybrominated biphenyls, and polybrominated biphenyl
ethers.

封装外形


